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アルミボンディング部の断面アルミボンディング部の断面アルミボンディング部の断面
Ｂｄ_Ｃ点付近

外部端子

Ｂｄ_Ａ点付近

マイクロスコープ撮影

⾦属顕微鏡撮影 マイクロスコープ撮影

ＳＥＭ撮影

■研磨使用ユニット：Ｖ字ホルダー使用
■研磨ポイント：ボンディング（Ｂｄ）部位（ｱﾙﾐ）は、樹脂／ｼﾘｺﾝ／半田／Ｃｕ材があり

仕上げが困難である。
ボンディングボールへの砥粒の突き刺さりに注意が必要。

端子部研磨
（面だし）

外部端子外部端子
＜研磨位置と構造的部位＞
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